1) Sorolja fel a protoboard-ok elényeit!

e elektromos aramkorok gyors épitése szabvanyos elemekbdl,

e egyszer(ien lehet valtozasokat végezni a kapcsoldson,

o 3 felépitett aramkor egyszerlien 0sszekodthetS oszcilloszkdppal, tapforrassal, jelgeneratorral
stb.,

e olcso.

2) Sorolja fel a protoboard-ok hatranyait!

e amatdr kinézet,

e szamitdgépes ellen6rzés hidnydban, nagyobb a valdszinlisége az elemek hibas
Osszekotésének,

e nagy parazita kapacitds és induktivitas,

e az SMD elemekkel valé munka lehetetlen, de legaldbbis nagyon nehéz,

e nem lehetséges a sorozatgyartas,

e az Osszetett és nagy kapcsolasi rajzok megvaldsitdsa gondot okoz.

3) Sorolja fel a nyomtatott aramkori lapok elényeit!

e professziondlis kinézet,

e kompakt elektromos dramkoroket lehet vele késziteni,

o kisebb parazita kapacitds és induktivitas,

e energetikai elektronika esetében is alkalmazhato,

e magas frekvencidkon mikodsé aramkorok is megvaldsithatéak,

o egyszer( belltetés, bekotés és megismételhets (sorozatgyartas) aramkorok.

4) Sorolja fel a nyomtatott aramkoéri lapok hatranyait!

e az aramkori sématodl a végleges termékig vald eljutas sokkal tobb id6t vesz igénybe,
e nagyobb fejlesztési koltségek,

e akidolgozott nyomtatott aramkaori lapon nem lehet megvaltoztatni a kapcsolast,

e elengedhetetlen megtanulni valamely aramkori tervez6 alkalmazas hasznalatat,

e amegfelel6 minGségl nyomtatottlap-tervezs szoftver draga.

5) Sorolja fel a tap-vonalak route-olasi szabalyait!

e minél szélesebb vonalak,
e minél rovidebb vonalak,

e csillag topoldgia,

o kerilni a hegyes szogeket.

6) Sorolja fel a jel-vonalak route-olasi szabalyait!

e minél rovidebb vonalak,
o szélességiik jellemz6en megegyezik az integralt dramkorok labszélességével (~10 mills),
e kerllni a hegyes szogeket.

7) Hany cm az 1 hivelyk (1 inch, 1“)?
1“=2.54 cm = 25.4mm.

8) A nyomtatott aramkoéri lapra valé szerelés alapjan, hogyan csoportositjuk a komponenseket?



e komponensek, amelyek labai keresztiilhaladnak a nyomtatott dramkéri lap lyukain (through
hole),
o fellletszerelt komponensek (SMD).

9) Sorolja fel az ellenallas jellemzgit!

e atokozas tipusa,
e ellendllas [Q],
e teljesitmény [W].

10) Sorolja fel a kondenzator jellemzgit!

e atokozas tipusa,
e kapacitds [F],
e a maximalis megengedett fesziltség [V].

11) Mire szolgalnak az integrdlt dramkorok tapvezetékére elhelyezett kondenzatorok? Hogyan kell
Gket elhelyezni?

A kondenzatorokat zavarszlirésre és energiatdroldsra haszndljdk az integralt aramkorok
tdpvezetékein. A kondenzatort az integralt aramkor taplabaihoz minél kdzelebb kell elhelyezni.

12) Mire szolgél a ,,via"?
Viat a nyomtatott dramkori lap kettd vagy tobb rézrétegének 6sszekotésére hasznaljak.
13) Sorolja fel a Circuit Maker altalanos jellemzgit!

e az Altium Designer alkalmazas , kisdccse”,

e az Open Hardware koz0sség részére készitették,
o felhd rendszer hasznalata,

e internet kapcsolat sziikséges a hasznalathoz,

e ingyenes.

14) Rajzolja le a 0603-as tokozasu ellendllas formajat! Jel6lje be a méreteit!

15) Mi az onfiirdé hatranya? Hogyan lehet orvosolni?

Csak akkor hasznalhatd, ha az SMD elemek a nyomtatott aramkori lap fels6 oldalan helyezkednek el.
Ezt vagy a sugar-forrasztd gép segitségével lehet orvosolni, vagy az elemek a nyomtatott aramkorre
valo felragasztdsdval.

16) Hogyan helyezhet6ek el a komponensek a nyomtatott dramkoéri lapra?

o kézzel,
e félautomata mddon,
e automata mddon (pick & place gép).

17) Mi a szerepe a folyasztdszernek (flux) a forrasztaskor?
Hogy eltavolitsa a szennyezddést és lehet6vé tegye a forrasztddn tapaddsat a rézhez..

18) Mi a szerepe a diffuz er6knek az SMD komponensek forrasztasakor?



e a komponens kézéppontba mozditasa forrasztaskor,
e a komponenst a nyomtatott dramkoéri lap rézrétegéhez vonzza.

19) Melyek a leggyakoribb problémak kemencékben (reflow soldering) végzett SMD forrasztaskor?
Miért jelentkeznek?

e forrasztasi rovidzar (solder bridge - bridging) — a tul nagy mennyiségl forrasztdon miatt
jelentkezik,

e Manhattan effektus (tombstoning) — két csatlakozévéggel rendelkezd komponenseknél
jelentkezhet, amikor a forrasztédn az egyik végen hamarabb megolvad, mint a madsikon.
llyenkor a komponens egyik csatlakozévégén gyengll a fellleti fesziltség, ami miatt a
komponens felegyenesedik az egyik oldalra.

20) Nevezzen meg egy-egy, az élelmiszeriparban és masik ipardgban hasznalt forraszté ont.

e Sn96Ag3.8Cu0.7 — élelmiszeripari célt termék esetében tiltott az 6lom hasznalata,
e Sn60Pb38Cu2 — egyéb felhasznaldsra beszerezhetd 6lomtartalmu forrasztdon.

21) Mire szolgal a <CTRL>+M gyorsbillenty(i a Circuit Maker alkalmazasban?
A nyomtatott aramkori lap két pontja kozotti tavolsdg mérésére szolgal.
22) Sorolja fel milyen mértékrendszerek tdmogatottak a Circuit Maker alkalmazasban!

e metrikus,
e imperialis.

23) Mire szolgal az L gyorsbillenty( a Circuit Maker alkalmazasban?

Komponens athelyezésére szolgal a nyomtatott dramkari lap alsé és fels6 oldala kozott.
24) Mire szolgdl az F gyorsbillentyl a Circuit Maker alkalmazasban?

Nézet valtasra szolgal a nyomtatott dramkoéri lap alsd és felsd oldalai kozott.

25) A nyomtatott aramkori lapot milyen grafikus megjelenitésben lehet megjeleniteni? Melyek a
hozzajuk tartozo gyorsbillenty(ik?

e 2D nézet — a 2-es billentyl megnyomadsaval hivhato elé,
e 3D nézet — a 3-es billentyli megnyomasaval hivhato elé.

26) Mire szolgalnak a kovetkezd parancsok: jobb egérkattintas + vonszolas; <CTRL> + egér gorgd;
<SHIFT> + jobb egér kattintas; 0 a nyomtatott aramkori lap 3D-s nézetében.

o jobb egérkattintds + vonszolds — a kurzor mozditasaval ellentétes iranyba mozgatja a
nyomtatott aramkaori lapot,

e <CTRL> + egér gorg6 — a nyomtatott daramkéri lap nagyitasa/kicsinyitése,

e <SHIFT> + jobb egér kattintas — a nyomtatott aramkari lap elforgatasara szolgal,

e (0 -visszadllitja a nyomtatott aramkori lap nézetét az xy sikra.

27) Mire szolgdl a <SHIFT>+S gyorsbillenty( a Circuit Maker alkalmazasban?
A single és multilayer mod kozotti valtdsra szolgal.

28) Mi a szereplik a: top, bottom és multilayer rétegeknek?



A top és bottom rétegek a nyomtatott dramkori lap felsé és alsé oldaldn taldlhatdak. Az elektromos
komponensek kozotti réz osszekottetéseket tartalmazzak. A multilayer réteg azokat az elemeket
tartalmazza, amelyek azonosan néznek ki a nyomtatott aramkori lap minden rézrétegén.

29) Mi a szereplik az: overlay, solder és paste rétegeknek a nyomtatott aramkoéri lap kidolgozasaban?

e overlay réteg tartalmazza: az elemek jel6lését, az elemek dltal elfoglalt terilet hatarait jelold
vonalakat, valamint azokat a grafikai elemeket amelyek a nyomtatott dramkoéri lapot irjak le.

e solder mask azokat a teriileteket jeloli, amelyekre nem forrasztéén, hanem védélak kertil,

e paste mask a forrasztasi pontokat jeloli, ez alapjan készil a szita, amelyen keresztiil a gyartasi
folyamat soran felviszik a forrasztd pasztat.

30) Sorolja fel a nyomtatott dramkori lapokra szerelt R, L és C komponensek leggyakoribb
értéktartomanyat.

e L—mH,
e C—uF, nF, pF,
e R-0Q,kQ,MQ.

31) irja fel tiz hatvanyaként a 10 piko-t !
32) A Circuit Maker alkalmazasban milyen routolasi lehet6ségek vannak és mire haszndlatosak?

e interaktiv rutolads — az egyes vezetékek elhelyezésére hasznalatos,

e differencidlis pdrok routoldasa — a differencidlis jelek routoldsara hasznalatos, ezek azonos
hosszlsagu vezetékparbdl all,

e interaktiv multi routolas — tobb vezetéket tartalmazé sin (bus) egyideji elhelyezésére
hasznalatos.

33) Mire hasznalatosak és mit tartalmaznak a gerber és NCdrill allomanyok?

A gerber dllomany a nyomtatott aramkori lap vezeté és szigetelG rétegeinek kinézetérdl tartalmaz
informacidkat.

Az NCdrill llomany tartalmazza a nyomtatott aramkéri lapba furandd lyukak méreteit és pozicidit.

A kilénb6z6 laptervez6 alkalmazdsok sokféle, sajat célra kialakitott allomany-alakban mentik az
adataikat. A nyomtatott aramkori lapok gyartdi ezek helyett a gerber és NCdrill egységes
allomanyformatumokat hasznaljak, mint altaldanos protokollt a nyomtatott aramkori lapok
el6allitasakor.



